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1.1 Область применения Данный Стандарт является сборником визуальных требований к качеству электронных сборок. В данном
Стандарте не приводятся критерии для оценки микрошлифов.

В данном документе представлены требования по приемлемости при изготовлении электрических и электронных сборок. Исторически
стандарты по сборке электроники содержали более полные обучающие материалы, затрагивающие принципы и подходы. Для более
полного понимания рекомендаций и требований данного документа он может применяться совместно с документами IPC-HDBK-001,
IPC-AJ-820 и IPC J-STD-001.

Критерии, приведенные в данном Стандарте, не нацелены ни на то, чтобы задать процессы для выполнения сборки электронных
устройств, ни на то, чтобы обосновать ремонт / внесение изменений либо замену продукции заказчика. К примеру, наличие критериев
для приклейки компонентов не предполагает, не дает оснований и не требует использования приклейки, а изображение навитого по
часовой стрелке вывода на контакт не предполагает, не дает оснований и не требует, чтобы все выводы и провода были навиты по
часовой стрелке.

Пользователям данного Стандарта следует ознакомиться с применимыми требованиями данного документа и тем, как их использовать,
см. п. 1.3.

Стандарт IPC-A-610 включает критерии, выходящие за пределы области применения стандарта IPC J-STD-001, относящиеся
к манипулированию, механическим требованиям и другим требованиям к качеству исполнения. Сопутствующие документы
сведены в Таблицу 1-1.

Стандарт IPC-AJ-820 является вспомогательным документом, который содержит информацию о назначении содержания данного
документа и в котором объясняется либо подробно излагается техническое обоснование перехода границ между критериями различных
состояний от Желаемого результата и до Дефекта. Кроме того, предоставляется вспомогательная информация для более широкого
понимания факторов, связанных с процессами, которые имеют отношение к эксплуатационным характеристикам, но обычно не
могут быть выявлены с помощью методов визуальной оценки.

Пояснения, приведенные в документе IPC-AJ-820, могут быть полезны для принятия решений по состояниям, классифицированным как
Дефект, по процессам, связанным с Индикатором отклонения процесса, а также для ответа на вопросы о разъяснении использования и

Таблица 1-1 Сводка сопутствующих документов

Назначение
документа

Номер
документа Определение

Стандарт по
конструированию

IPC-2220-FAM
IPC-7351
IPC-CM-C770

Требования к конструкции, отвечающие трем уровням сложности (A, B и C), которые соответствуют
уменьшению геометрических размеров, повышению плотности, увеличению количества операций при
изготовлении изделия.
Руководства по компонентам и сборочным процессам, помогающие при конструировании печатных плат
и сборок, где процесс конструирования печатных плат сосредоточен на топологии контактных площадок
для поверхностного монтажа, а сборка – на принципах поверхностного монтажа и монтажа в отверстия,
которые обычно включаются в процесс конструирования и в документацию.

Требования,
предъявляемые к
печатным платам

IPC-6010-FAM
IPC-A-600

Требования и документация по приемлемости для жестких, гибко-жестких, гибких оснований и
оснований других типов.

Документация для
готовых изделий

IPC-D-325 Документация, описывающая разрабатываемые заказчиком требования конечных изделий, относящиеся
с печатным платам, либо требования сборки готовых изделий. Отдельные моменты могут основываться
или не основываться на отраслевых требованиях или стандартах по качеству исполнения, равно как и на
собственных предпочтениях заказчика или требованиях внутренних стандартов.

Стандарт по
технологическим
требованиям

J-STD-001 Требования к электрическим и электронным сборкам, изготавливаемым с помощью пайки,
определяющие минимальные приемлемые характеристики конечных изделий, а также методы оценки
(испытаний), частоту испытаний и возможность применения требований к управлению процессом.

Стандарт по
приемке

IPC-A-610 Иллюстрированный поясняющий документ, описывающий по мере уместности в соответствии
с желаемыми состояниями различные характеристики печатных плат и/или сборок, которые выходят за
пределы минимально приемлемых характеристик, установленных стандартом на эксплуатационные
параметры готового изделия, и отражают различные состояния выхода процесса из-под контроля
(индикатор отклонения процесса или дефект), что помогает тем, кто оценивает процессы на
производстве, в принятии решений о необходимости корректирующих действий.

Программы
обучения
(опционально)

Документированные требования к процедурам и методам учебного процесса для применения требований
приемлемости стандартов на готовое изделие, стандартов по приемке либо приведенных в документации
заказчика.

Восстановление и
ремонт

IPC-7711/7721 Документ, в котором приводятся процедуры удаления и замены конформного покрытия и компонентов,
восстановления паяльной маски, доработки и ремонта диэлектрика, проводников и сквозных
металлизированных отверстий печатных плат.

1 Критерии приемки электронных сборок
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